 SPIN COATER 注意事項
特殊注意事項：

   1. 不接受委託代工服務，僅開放自行操作。 
   2. 使用特殊材料製程需聯絡儀器設備負責人 。
   3. 嚴謹使用腐蝕性物質、毒化物、易燃物。
使用規定：
1. 未經考核者嚴禁使用，考核通過者嚴禁將：帳、密提供他人登入使用設備。
   設備使用完畢請詳實填寫使用紀錄(右方桌上)。
2. 設備使用完畢，務必清潔載台(Chuck)和更換無塵紙(至少6張方可蓋住圓盆

   行腔體)。
3. 設備可編輯99支程式。編號為1~99。程式1~20 請勿擅自更改內容。自行編
   輯選用之程式，在每次使用時務必自行確認程式內容，是否因使用者眾多而
   被新程式內容覆蓋。
4. 現有載台(Chuck)尺吋: 4種。載台的選擇: 務需以樣品足以覆蓋整個載台台面。
φ5mm：使用於6*6 /10*10mm尺吋基材。
φ10mm：使用於12*12 / 20*20 / 25*25mm尺吋基材。
    φ35mm：使用於40*40mm尺吋 / 2吋基材。
    φ75mm：使用於4吋/ 6吋圓形基材。
5. 設備目前僅限於旋塗破片(含6*6 / 10*10 / 12*12 / 20*20 / 25*25 /40*40mm)         

   、2、4吋、6吋晶圓機材。嚴禁旋塗小於0.6公分樣品，旋塗時溢出的光阻
   或溶劑會藉由真空將馬達軸心汙損。
6. 程式可編輯 (Recipe Program)100個，既有程式1~19請勿隨意更改，程式20~99
   可自由編輯，馬達可設定最低轉速: 100 rpm；最高轉速: 5500rpm。

7. 使用中，需蓋上旋塗機上蓋並將抽氣櫃門拉下，以避免樣品飛濺及減少有機
   溶劑氣味揮發造成異味。
8. 使用完畢，請將黃光燈源關閉、抽氣櫃門拉下， 抽氣櫃下方門關妥定位、

   MES系統登出並填寫使用記錄表。

9.  HOT PLATE在升溫及使用中，人員不得離開現場。HOT PLATE在使用後需降

   溫到23˚C後再關閉。
10. 光阻旋塗機製程作業區需維持乾淨、整潔。沾染光阻、有機溶液腔體汰換下
   來之無塵紙，屬事業廢棄物，務必放到抽氣櫃下方有機廢棄物專用垃圾桶，
   以免引發有機警報。
11. 廢棄樣品/晶片屬事業廢棄物，請丟棄至實驗棟3樓更衣室相連之工安準備
   室，不得棄置於無塵室任一垃圾桶。
12. 操作期間，倘發生地震、停電、毒氣或火災警報狀況時，所有人員必須立即
   循逃生方向撤離；遇有氣體外洩、火災燃燒或人員傷害等緊急狀況時，請通

   知廠務組中央監控室協助處理(分機: 7762)。

13. 請注意工程師公告設備相關之停用製程或服務功能。倘發現其他同學未依規
   定使用設備（如:未登記使用紀錄、未依SOP操作，使用不被允許或其他可能
   造成機台損壞的物料），請儘速通知工程師處理。
14. 設備若有異常，請在現場以memo留下訊息或寫mail 通知負責工程師，設

   備負責人將在上班日立即處理。(e mail : hypeng@niar.org.tw)
